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X-FAB entwickelt Technologien und
Prozesse zur Fertigung integrierter Schalt-
kreise. Diese werden eingesetzt, um Signale
wie Licht, Temperatur oder Geschwindig-
keit in digitale Signale zu iibersetzen und
weiterzuverarbeiten. Die integrierten
Schaltkreise werden iiberwiegend von
anderen Unternehmen genutzt, um eigene
Produkte in den Bereichen Automobil-
industrie, Unterhaltungselektronik, Indus-
trie und Medizin zu entwickeln. X-FAB
MEMS Foundry am Standort Erfurt hat sich
auf die Entwicklung von Technologien im
Bereich Mikro-Elektro-Mechanischer-Sys-
teme (MEMS) - besonders auf intelligente
Sensoren - spezialisiert. Diese werden
beispielsweise fiir Steuerungsfunktionen
oder fiir die Zustandsiiberwachung verwen-
det. X-FAB MEMS setzt dabei auch auf eine
Kombination aus MEMS- und vorhandenen
CMOS (Complementary Metal Oxide Semi-
conductor) -Technologien.

Herausforderungen
Intelligente Sensoren werden in verschie-
densten Produkten eingesetzt, die jeweils

sehr individuelle und spezifische Anforde-
rungen an die zugrundeliegenden Halb-
leitertechnologien stellen. Um innovative
Systemlosungen zu schaffen, die sowohl in
der Automobil-, der Industrie- und Medi-
zintechnik als auch in der zukiinftigen
Industrie 4.0 und im Internet der Dinge
anwendbar sind, werden neue Losungen
benotigt, die aus einer Kombination

von MEMS- und CMOS-Technologien
bestehen.

Die bisherigen CMOS Prozesslinien unter-
liegen sehr scharfen Beschrankungen, um
eine hohe Qualitdt und Zuverlassigkeit

zu gewihrleisten. Fur die Herstellung
intelligenter Mikrosysteme, etwa in der
Medizintechnik, miissen diese nun um
zusitzliche Bauelemente wie MEMS
erweitert werden. Aber auch spezielle
Prozessschritte unter Verwendung von
Materialien, die nicht kompatibel zu
CMOS-Technologien sind, stehen im
Fokus der Projektarbeiten. Dazu miissen
die Prozesslinien entsprechend angepasst
und erweitert werden.

Zielsetzung

Um zukiinftig noch starker auf indivi-
duelle Kundenwiinsche eingehen zu
konnen, ist es notwendig, die Prozesse der
Waferherstellung zu optimieren. Dazu
werden alle relevanten Prozesse fiir eine
Wafergrofie von 8“ eingerichtet. Diese
Wafergrofie ist sowohl fiir integrierte
MEMS-Sensoren als auch die nachfol-
gende Kombination mit CMOS Techno-
logien notwendig und gut geeignet, da
beide Prozesse dann auf derselben Anlage
durchgefithrt werden kénnen. Dariiber
hinaus will X-FAB durch die Erweiterung
des Technologieportfolios eine Produk-
tionsstétte fur integrierte, intelligente
Sensoren schaffen, die einen essentiellen
Beitrag zur Wertschopfungskette der
Mikroelektronik in Deutschland leistet.

X-FAB MEMS Foundry will zukiinftig
sowohl Grofiserien als auch Kleinstserien
gleichermafien rentabel produzieren.
Dazu wird zum einen eine neue Rein-
raumflidche ausgebaut und zum anderen
ein umfassendes Netzwerk fiir den
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Losungsansatze

X-FAB wird in seinem Projekt mit erheb-
lichem Forschungs- und Entwicklungs-
aufwand eine innovative und flexible
Fertigungslinie fiir Sensoren fiir Automo-
bil- und Medizinanwendungen schaffen.
Die Entwicklungsarbeiten umfassen spe-
zielle Prozess- und Materialentwicklun-
gen, um die Systeme zuverlassiger, stabiler
und reproduzierbar zu machen. Dies gilt
insbesondere flir Prozesse mit geringer
Kapazititsauslastung. Es werden neue
Konzepte zur Qualititssicherung und
Prozesskontrolle erarbeitet, neue Gerite-
und Anwendungsdesigns sowie neue
Methoden zur Handhabung verschiedener
Substrate (Material und Form) innerhalb
derselben Fertigung entwickelt. Dariiber
hinaus werden die einzelnen Prozess-
schritte automatisiert und datentechnisch
in Richtung Industrie 4.0 integriert.

Perspektiven

Die Entwicklungen aus dem Vorhaben
bieten nicht nur eine technologische
Plattform, auf der intelligenten Sensoren
als Komponenten fiir zukiinftige und
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innovative IoT Anwendungen realisiert
werden kénnen, sondern sichern auch
einen technologischen Vorsprung der
Mikroelektronik in Europa. Gerade mittel-
standische und kleine Unternehmen wer-
den davon profitieren, da die Nachfrage an
intelligenten Sensoren aus diesem Bereich
besonders grof} ist. X-FAB wird seine
Fertigungskapazititen und -fihigkeiten
darauf einstellen und KMU damit den
Zugang zu innovativen Hochtechnologien
erleichtern.

Die beiden Projekte von X-FAB tragen
mit der Entwicklung leistungsstarker,
energiesparender und kostengiinstiger
Halbleiterl6sungen dazu bei, die Schliis-
seltechnologie Mikro- und Nanoelektro-
nik als gemeinsames européisches Ziel
voranzutreiben und die gesellschaftliche
Herausforderung der Digitalisierung
anzugehen. Die entwickelten Lésungen
koénnen in allen Branchen genutzt werden,
wo Sensoren eine Rolle spielen.
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